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Relatério Descritivo da Patente de Invencéao para "DISPOSI-
TIVO DE PROPAGAGAO DE CALOR DE TERMOSSIFAO E METODO
PARA FABRICAR UM DISPOSITIVO DE PROPAGAGCAO DE CALOR
DE TERMOSSIFAO".
CAMPO DA INVENCAO

[001] A presente invencao refere-se a um dispositivo de propaga-

c¢ao de calor de termossifao e um método para a fabricacédo de tal dis-

positivo.
ANTECEDENTES
[002] Os termossifdes sdo bem conhecidos e usados em muitas

aplicacdes de refrigeracado diferentes. Uma dessas aplicacbes € usar
um termossifao para o resfriamento de equipamentos eletrénicos. Uma
vez que o termossifao é um dispositivo de refrigeragdo muito eficaz que
requer muito pouca ou mesmo nenhuma manutengdo, 0 mesmo se
torna muito util em aplicacbes nas quais a fonte de carga de calor é
isolada e nao facilmente obtenivel. Um exemplo desta aplicagao é nas
telecomunicagdes, nas quais unidades de radio remotas em solucdes
de telecomunicacdes sem fio exigem uma alta capacidade de radio, o
que significa que essas unidades também se tornam uma carga de calor
que requer refrigeracdo. Nestas unidades de radio remotas mais de 60
% da carga de calor vem de componentes amplificadores de poténcia.
A manutengao da temperatura de pontos quentes em um nivel aceitavel
requer uma refrigeracao de alta eficiéncia.

[003] Exemplos de diferentes configuragdes de termossifdes para o
resfriamento de componentes eletrénicos podem ser encontrados nas pu-
blicacbes de patentes, por exemplo, US 2007/0242438, US 5 859 763, e
US 6 097 597.

[004] A Patente dos Estados Unidos US6230788 prové um exem-
plo que mostra um termossifao com base em um canal com aletas de

calor montadas sobre o canal. O calor de um lugar quente é transferido
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para a parte superior dos equipamentos através dos canais do termos-
sifao e distribuido para a série de aletas de calor, sendo que todas as
aletas em conjunto constituem um dissipador de calor.

[005] O Pedido de Patente Japonés JP200091482 ilustra (em uma
tradugao por maquina) um condensador para os dispositivos semicon-
dutores. Um elemento separa uma pecga de ebulicdo e uma peca de
condensacao e junta uma composi¢cao de passagem de vapor e uma
composiciao de passagem de refrigerante. Uma circulagdo natural é
usada e um caminho é feito a circular através de um refrigerante. Uma
aleta de grande porte opcional € fixada em modulos por meio de para-
fusos na peca de condensacao depois de graxa de condugao de calor
ser aplicada. A resisténcia de contato térmico é reduzida ao dividir a
aleta de grande porte em uma pluralidade de outras aletas menores.
[006] O Pedido PCT Internacional W0O2005088714 demonstra
uma chapa fria e um método de producédo da mesma. Uma ou mais ale-
tas internas ou canais de fluxo sdo usinadas na parte interna (a medida
que sdo montadas) do elemento basico e/ou elemento de cobertura. A
chapa fria tem um elemento de base e um elemento de cobertura, am-
bos ligados @ mesma por meio de soldagem por fricgdo linear.

[007] O Pedido PCT Internacional WO2004106822 descreve um
dispositivo de refrigeracao do tipo chapa fina de uma fonte de calor ex-
terna que entra em contato com um dispositivo de refrigeragcao e é dis-
sipada utilizando o calor latente durante uma transi¢ao de fase. O dis-
positivo de refrigeragdo se baseia na agao capilar para a circulagao do
refrigerante. No caso de haver bolhas de gas no estado liquido refrige-
rante chegando a uma sec¢ao de evaporagao, ha uma preocupacgao de
um fendbmeno de secagem, por meio do qual o refrigerante no estado
liquido se esgota, e ocorre na seg¢do de evaporagao. A fim de evitar a
secagem do refrigerante, o dispositivo compreende uma cavidade para

a contencao de um refrigerante gasoso que nao foi condensado e se
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forma sobre uma parede interna do circuito de circulagao de refrigerante
adjacente a uma sec¢ao de evaporacéao. O dispositivo de refrigeragao do
tipo chapa fina compreende uma chapa inferior e uma chapa superior.
A secao de evaporacao pode ser formada apenas sobre a chapa infe-
rior. Nas modalidades, uma ou mais primeiras cavidades da chapa su-
perior provéem o espacgo no qual o refrigerante no estado gasoso que
nao tenha sido condensado pode ser contido. A chapa superior é for-
mada pelo mesmo material ou por um material diferente como a chapa
inferior. A uma ou mais cavidades evitam que o refrigerante no estado
gasoso que ndo tenha sido condensado na se¢do de condensacgao se
torne bolhas no refrigerante no estado liquido.

[008] Uma acéao capilar pode ser obtida por meio de uma tela, con-
forme é comumente aplicada em camaras de vapor, por exemplo. A ori-
entacdo de uma camara de vapor € de pouca importancia, devido as
forcas capilares que provéem um transporte de um refrigerante também
na direcdo oposta a direcdo das for¢cas da gravidade. A figura 1 ilustra
esquematicamente como o calor pode se propagar em varias diregdes
a partir de uma vista em secdo transversal de uma camara de vapor.
Um liquido se evapora em uma zona de calor (101) e o vapor se propaga
na parte interna (102) da camara de vapor e atinge as paredes cobertas
por um revestimento de estrutura de pavio (103) no qual o vapor se con-
densa e se transporta em uma direcao para a zona de calor por meio de
forcas capilares.

[009] A figura 2 ilustra esquematicamente uma tela de duas cama-
das (201), (202) de uma estrutura de pavio com diferentes tamanhos de
poro da primeira (201) e segunda (202) camadas.

[0010] O Pedido de Patente dos Estados Unidos US20020062648
apresenta um aparelho para embalagem densa de chips usando tubos
de calor. Um vapor passa para a regiao de condensador através de ca-

nais de vapor e se condensa em um fluido mais uma vez por meio da
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transferéncia de calor do vapor para um dissipador de calor. O fluido
condensado, em seguida, retorna para a regiao de evaporador por meio
de forcas capilares e dos capilares formados em uma estrutura capilar.
Os capilares formados na estrutura capilar ttm uma geometria em forma
de arvore ou fractal.

[0011] O uso de canais ou a existéncia de tubos de calor de técnica
anterior requer um processo de fabricacdo complicado e uma série de
canais, ocasionando, assim, um alto preco para o produto final da téc-
nica anterior, devido ao prego do material e do processo de fabricagao.
[0012] Um termossifao com um dissipador de calor tem uma melhor
distribuicdo de temperatura do que a de um simples dissipador de calor,
porém o mesmo €, na técnica anterior, também uma unidade compli-
cada e muito cara.

SUMARIO

Problemas

[0013] Com os dispositivos de refrigeragdo conhecidos que utilizam
a tecnologia de termossifao, ha um alto custo para a fabricagdo de dife-
rentes componentes do termossifao, tais como os canais, o evaporador
e o dissipador de calor. E também um processo complicado e caro a
fabricagao do dispositivo de refrigeracéo do ponto de vista de seus dife-
rentes componentes.

[0014] Da mesma forma vem a ser um problema que o fluxo de calor
a partir da carga de calor passe através das paredes de canal para o
agente refrigerante e, em seguida, novamente, do agente refrigerante
através da parede de canal para o dissipador de calor. A resisténcia
térmica entre o canal e o dissipador de calor provoca uma resisténcia
térmica adicional, resultando em um aumento de temperatura extra so-
bre os pontos quentes. E, portanto, um problema otimizar o fluxo de
calor através do termossifao por meio da minimizagao da resisténcia

térmica do termossifao.
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[0015] Vem a ser também um problema que um termossifao precise
de uma temperatura no evaporador nao inferior a um valor critico que
coloque o agente refrigerante em um estado de ebuligdo para um efetivo
resfriamento se iniciar. Um dispositivo de refrigeracdo com um termos-
sifao nao ira fornecer nenhum resfriamento eficiente enquanto ndo ocor-
rer uma ebulicdo no termossifao.

[0016] Um problema com os dispositivos que compreendem uma
estrutura de pavio que se baseia em forgas capilares para a circulacéao,
tais como as cdmaras de vapor, surge do fato de que a estrutura de
pavio pode prover uma resisténcia hidraulica, que se traduz em uma
resisténcia térmica do circuito de circulacdo. Conforme observado na
técnica anterior, uma circulacéo ineficaz podera resultar em esgota-
mento do liquido na zona de calor e reduzir drasticamente a capacidade
de propagacgao de calor do dispositivo de refrigeragdo, com um risco
aparente de falha, por exemplo, dos equipamentos eletrénicos, em ne-
cessidade de refrigeragao.

[0017] A alta resisténcia térmica de, por exemplo, uma camara de
vapor resulta em uma diferenca de temperatura limitada, AT, entre a
zona de evaporacgao e a zona de condensacao, limitando, assim, a ca-
pacidade de refrigeracao.

[0018] A limitada diferenca de temperatura e a alta resisténcia in-
terna também tornam dificil se definir a capacidade de transporte de ca-
lor das camaras de vapor para a propagag¢ao de mais calor a partir de
fontes de alimentacdo de calor mais fortes, tais como as dos amplifica-
dores de poténcia.

[0019] Outro problema do estado da técnica também esta associ-
ado a resisténcia térmica. Na técnica anterior, de componentes eletro-
nicos sao frequentemente montados em um dissipador de calor na
forma de uma chapa de metal, por exemplo, por meio da soldagem ou

aparafusamento da chapa de metal que €, em seguida, montada em um
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dispositivo de propagac¢ao de calor. Na parte intermediaria do dissipador
de calor / chapa de metal e as transicbes de componente - dissipador
de calor e de dissipador de calor — dispositivo de propagacéo de calor
oferecem resisténcia térmica.

Solucéo

[0020] Com o objetivo de resolver um ou mais dos problemas da
técnica anterior, e do ponto de vista de um dispositivo de refrigeragao
com um termossifao compreendendo uma primeira camara, aqui cha-
mada de evaporador, uma segunda camara, aqui chamada de conden-
sador, um primeiro conduto, aqui chamado de tubo ascendente, a partir
do evaporador para o condensador, e um segundo conduto, aqui cha-
mado de tubo descendente, a partir do condensador para o evaporador,
a presente invencdo ensina que o evaporador, o condensador, o tubo
ascendente e o tubo descendente sdo de preferéncia todos integrados
em conjunto e constituem um corpo incluindo todas as pecas.

[0021] Em uma modalidade exemplar da presente invencéao, o dis-
positivo de refrigeragédo compreende uma primeira superficie externa do
corpo na regiao do evaporador, e uma segunda superficie externa do
corpo na regido do condensador, sendo que a primeira superficie é
adaptada de modo a fazer um bom contato térmico com uma fonte de
carga de calor, e sendo que a segunda superficie € adaptada de modo
a dissipar o calor. A primeira superficie pode ser feita plana a fim de
fazer contato térmico com uma fonte de carga de calor plana, tal como
um circuito integrado, e a segunda superficie pode ter uma area de su-
perficie ampliada, tal como aletas ou nervuras radiantes.

[0022] Com a finalidade de proporcionar uma grande area de super-
ficie para o evaporador e o condensador, um evaporador incorporado
compreende uma série de condutos que se conduz ao tubo ascendente,
e um condensador incorporado compreende uma série de condutos que

se conduz ao tubo descendente.
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[0023] Um método exemplar de fabricagdo de um dispositivo de re-
frigeracao de termossifao compreendendo uma primeira camara, uma
segunda cadmara, um primeiro conduto, e um segundo conduto, compre-
ende:

- a integragao de um volume unico formado por uma estru-
tura dentro de um e 0 mesmo corpo,

- a provisdo de uma tampa sobre qualquer parte aberta da
estrutura para o fechamento da estrutura, formando, assim, um volume
encerrado dentro do corpo, o volume encerrado com a sua estrutura
formando o evaporador, o condensador, o tubo ascendente e o tubo
descendente.

[0024] Um outro método exemplar inclui a provisdo, por exemplo,
mediante uma usinagem, por exemplo, uma fresagem, de um corpo com
uma cavidade aberta, o método compreendendo o posicionamento de
elementos divididos de modo a formar a estrutura de um volume unico,
a cavidade e os elementos divididos formando um volume aberto.
[0025] Independentemente de como o corpo com a sua cavidade
interna aberta, e com a sua estrutura, € provido, 0 método compreende
o fechamento de uma parte aberta do volume por uma tampa, formando,
assim, um volume fechado integrado ao corpo, o volume fechado com
a sua estrutura formando o evaporador, o condensador, o tubo ascen-
dente e o tubo descendente.

[0026] A tampa deve ser fechada para o corpo de uma maneira se-
gura, a fim de incluir o volume de modo que ele a mesma possa suportar
a pressao interna que vai se construir durante o uso do dispositivo de
refrigeracdo. E preferivel que o método compreenda o fechamento da
tampa no corpo por meio de, por exemplo, soldagem, solda forte ou
adesivo.

[0027] Quando a soldagem € usada, deve-se entender, nesse caso,

qgue a soldagem pode ser uma soldagem por fusdo ou uma soldagem
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por pressao, e que a soldagem por pressao pode ser uma soldagem por
pressao a frio, uma soldagem por friccdo ou uma soldagem ultrassénica.
[0028] Qualquer peca adicional introduzida durante o processo de
fabricacao, tais como o elemento de guia ou os elementos de divisdo
mencionados nas modalidades anteriores podem ser anexados da
mesma forma que a fixagdo da tampa. Deste modo, por exemplo,
quando a tampa é fixada por meio de soldagem por pressao a frio, nesse
caso, o elemento de guia ou os elementos de divisdo poderdo também
ser conectados por meio de soldagem por pressao a frio. Isto pode ser
feito separadamente ou ao mesmo tempo em que a tampa é anexada.
No entanto, deve-se entender que, mesmo que o elemento de guia ou
os elementos de divisdo sejam fixados por meio de um método de fixa-
¢ao, a tampa pode ser fechada ou fixada por algum outro meio de fixa-
gao.

[0029] De acordo com uma modalidade, o dispositivo de propaga-
¢ao de calor é feito de um corpo extrudido, sendo que o corpo extrudido
compreende uma série de condutos internamente fechados formados
no processo de extrusdo. A produgao corresponde a um método exem-
plar de fabricacéo.

[0030] Pecas / porgdes integrais exemplares sao providas, tais
como cavidades, barreira, e aletas.

[0031] Um método de fabricacdo exemplar de acordo com a pre-
sente invengao € apresentado.

Exemplos Vantajosos

[0032] Um dispositivo exemplar de acordo com a presente inven-
cao, tendo, pelo menos, zonas de condensacao e transporte, e, de pre-
feréncia, ainda uma zona de evaporacgao, de reduzida resisténcia tér-
mica, por exemplo, a partir de uma tela oferece maior capacidade de
escala, facilita uma maior diferenca AT e maior propagacéo de calor e,

por conseguinte, capacidade de refrigeragao.
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[0033] As modalidades exemplares da presente invengao reduzem
drasticamente o risco de secagem de liquido, em comparagao com, por
exemplo, as camaras de vapor, que correm o risco de uma exaustao de
liquido poder ser substancialmente eliminada por meio de uma adapta-
cao cuidadosa do tamanho do dispositivo, de quantidade de liquido e
especifica capacidade de refrigeracdo e de temperatura operacional e
de pressao.

[0034] Um dispositivo exemplar, em conformidade com a presente
invencao, que propaga calor efetivamente em uma unica dire¢ao reduz
o risco de propagar calor a partir de um componente sensivel ao calor
para outro, porém facilita a propagacgao de calor em uma dire¢cdo dese-
jada de refrigeracao aperfeigoada, por exemplo, por meio de aletas, ou
simplesmente uma regido de radiagao livre de componentes sensiveis
ao calor.

[0035] As modalidades preferidas da presente invencédo provéem
escalabilidade e facilita 0 aumento da capacidade de refrigeracéo / ca-
pacidade de transporte de calor por meio do aumento do tamanho do
dispositivo de propagacao de calor.

[0036] Modalidades exemplares integrando a chapa de metal de um
dissipador de calor tradicional e um dispositivo de propagacgao de calor,
tal como um termossifao, reduzem substancialmente a resisténcia tér-
mica entre o componente eletrdnico e dispositivo de propagacao de ca-
lor.

[0037] Um método de fabricagdo de acordo com a presente inven-
cao prové uma maneira simples e de baixo custo de fabricagdo de um
dispositivo de refrigeracdo com um termossifao. Varias uma ou mais pe-
cas integradas de um termossifao proporcionam um baixo custo de fa-
bricagdo e um processo de fabricagdo muito simples e, por conseguinte,
de baixo custo.

[0038] Um dispositivo de refrigeracdo com uma baixa resisténcia
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térmica prové um dispositivo de refrigeracado de baixa temperatura com
um efetivo fluxo de calor a partir da carga de calor para o dissipador de
calor. A melhor capacidade de refrigeragdo possivel € obtida devido a
uma distribuicdo de temperatura uniforme no dissipador de calor. Um
menor aumento de temperatura possivel entre a superficie de contato
para a fonte de calor e o ar ambiente € obtido, uma vez que o agente
refrigerante faz contato direto com o ponto quente em questao do eva-
porador e com a peca de dissipacdo de calor em questao do condensa-
dor.

[0039] A integracéo do termossifao dentro do corpo de um disposi-
tivo de refrigeracdo também prové um dispositivo de refrigeragdo com
dois modos operacionais possiveis; um modo ativo com um termossifao
bifasico e um modo passivo, quando n&o ocorre nenhuma ebuligcdo den-
tro do termossifao, uma vez que o corpo unico funciona como um dissi-
pador de calor passivo durante o modo passivo, proporcionando, assim,
possibilidades unicas de controle térmico / refrigeragdo com uma distri-
buicdo de temperatura estavel em componentes eletrénicos a diferentes
temperaturas ambiente.

[0040] Em comparagdo com as solu¢des da técnica anterior citadas,
um dispositivo de refrigeragdo de acordo com a presente invengao ira
diminuir o custo para o sistema de refrigeracédo usado ou aumentar a
capacidade de refrigeracao do sistema de refrigeragao, tornando assim
viavel uma solucéo de refrigeracédo de baixo custo e compacto. Melho-
res sistemas de refrigeragéo oferecem maior tempo de vida util aos com-
ponentes de refrigeracao.

BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

[0041] A figura 1 ilustra esquematicamente como o calor pode ser

propagado em varias diregdes a partir de uma vista em secao transver-

sal de uma camara de vapor de técnica anterior.
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[0042] A figura 2 ilustra esquematicamente uma tela de duas cama-
das da tecnologia do estado da arte. A figura 3 € uma ilustracdo esque-
matica de um termossifao em um dispositivo de refrigeragado de acordo
com uma modalidade da presente invencao. A figura 4 é uma ilustragao
esquematica de um termossifao fabricado de acordo com um método
exemplar da presente invencgéo.

[0045] As figuras 5a e 5b sdo uma ilustragdo de um dispositivo de
refrigeracao incorporado de acordo com a presente invencao, compre-
endendo um corpo extrudido.

[0046] As figuras 6a e 6b demonstram os detalhes de um processo
de fabricagado exemplar de acordo com a presente invengcao usando um
corpo extrudido para a produgao do dispositivo de refrigeragao. As figu-
ras 7a e 7b sao ilustragcbes exemplares da provisdo de um furo de
acordo com a presente invengdo para o enchimento de um agente refri-
gerante.

[0048] A figura 8 é uma ilustracdo esquematica de uma modalidade
compreendendo um corpo obtido por meio de uma fundigdo de molde
no processo de fabricagao.

[0049] As figuras 9a e 9b sao ilustragdes esquematicas de uma mo-
dalidade exemplar compreendendo um corpo com uma cavidade aberta
durante um processo de fabricacdo de acordo com a presente invencao.
[0050] A figura 10 ilustra os elementos basicos exemplares de uma
modalidade da presente invencao feita de chapas de metal e bastdes
de metal.

[0051] A figura 11 ilustra os bastdes de metal exemplares da figura
10 conforme posicionados em uma das chapas de metal durante a mon-
tagem.

[0052] A figura 12 ilustra esquematicamente chapas exemplares
conforme conectadas de acordo com uma modalidade da presente in-

vencao.
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DESCRICAQO DETALHADA

[0053] Basicamente, o conceito de termossifao se refere a troca de

calor passivo com base em uma conveccao natural que circula liquido
sem a necessidade de uma bomba mecanica. Esta circulacao pode ser
um circuito de loop aberto ou de loop fechado com retorno ao vaso ori-
ginal. O uso de uma convecg¢ao natural simplifica o bombeamento de
liquidos e/ou a transferéncia de calor, e evita o custo e a complexidade
de uma bomba de liquido. No presente relatério descritivo, um circuito
de loop fechado é considerado. O conceito basico de termossifao pode
se referir a troca de calor por um meio em uma fase unica, a fase liquida.
No entanto, conforme aplicado no presente relatério descritivo, o con-
ceito de termossifao ndo se limita a uma fase unica. Pelo contrario,
deve-se notar que uma eficaz propagacao de calor pode ser aperfeico-
ada de um dispositivo de propagacgao de calor de termossifao quando a
circulacado envolve uma transi¢ao de fase e, consequentemente, o loop
compreendendo duas fases, uma fase liquida e uma fase gasosa. Tam-
bém o conceito basico de termossifao pode se referir a um liquido de
um termossifao de loop fechado ocupando o volume total do loop que
compreende o liquido. No entanto, o presente relatorio descritivo ndo se
limita a um estado liquido de um refrigerante que ocupa totalmente o
volume. Em vez disso, observa-se que o peso de um dispositivo de pro-
pagacao de calor por termossifao pode ser reduzido por meio da redu-
¢ao da quantidade de liquido. Dependendo do refrigerante aplicado,
isso podera também trazer um impacto significativo ao custo do dispo-
sitivo, e a0 mesmo tempo ainda oferecer uma boa ou excelente capaci-
dade de propagacao de calor.

[0054] Com referéncia a figura 3, um dispositivo de refrigeracéo
exemplar de acordo com a presente invengdo sera descrito a seguir,
com mais detalhes.

[0055] Esta figura mostra um dispositivo de refrigeragdo com um



13/29

termossifao, compreendendo uma primeira camara, aqui chamada o
evaporador 11, uma segunda camara, aqui chamada o condensador 12,
um primeiro conduto, aqui chamado o tubo ascendente 13, a partir do
evaporador 11 para o condensador 12, e um segundo conduto, aqui
chamado o tubo descendente 14, a partir do condensador 12 para o
evaporador 11.

[0056] Os componentes eletrénicos a serem resfriados sao pressi-
onados em uma primeira superficie externa 21 (ver figura 4) na regiao
do evaporador 11 a fim de minimizar a resisténcia térmica entre os com-
ponentes e o dispositivo de refrigeragcédo. Dentro do termossifao, existe
um agente refrigerante e o calor dos componentes eletronicos resulta
na ebulicdo do agente refrigerante dentro do evaporador 11. A ebulicéo
resulta no sentido subida do vapor pelo tubo ascendente 13 e se con-
duzindo para o condensador 12. Através de uma segunda superficie ex-
terna 22 (ver figura 4) na regido do condensador 12, o calor ira se dissi-
par para o ar circundante e o vapor ira se condensar em um liquido. O
agente refrigerante liquido € coletado e volta para o evaporador 11 atra-
vés do tubo descendente 14 de modo a continuar a participar na trans-
feréncia de calor e massa tal como em outras configuragdes bem co-
nhecidas de termossifao.

[0057] A presente invencdo incorporada ensina especificamente
que o evaporador 11, o condensador 12, o tubo ascendente 13 e o tubo
descendente 14 fazem partes do dispositivo integrado dentro de e que
constituem um corpo 2, que incluindo essas pec¢as. Deste modo, por
exemplo, um aumento da temperatura devido a resisténcia térmica entre
o dissipador de calor e o termossifao, normalmente incluido em um ter-
mossifao acoplado a um dissipador de calor do componente, podera ser
reduzido ou eliminado.

[0058] A primeira superficie 21 é adaptada de modo a produzir um

bom contato térmico com uma fonte de carga de calor, e a segunda
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superficie 22 € adaptada de modo a dissipar o calor. A primeira superfi-
cie 21 pode ser plana de modo a fazer contato térmico com uma fonte
de carga de calor plana, tal como um circuito integrado, e a segunda
superficie 22 pode, por exemplo, ter uma superficie alargada, tal como
aletas ou nervuras radiantes.

[0059] Propde-se que o evaporador 11 compreenda uma série de
condutos ou canais 111, 112, ..., 11n que se conduzem para o tubo as-
cendente 13, e que o condensador 12 compreenda uma série de con-
dutos ou canais 121, 122, ..., 12n que se conduzem para o tubo descen-
dente 14, proporcionando assim uma grande area de superficie atraves
da qual o agente refrigerante pode ser facilmente exposto ao evapora-
dor 11 e ao condensador 12.

[0060] Um método inventivo de fabricagdo de um dispositivo de re-
frigeragdo com um termossifao 1 compreendendo uma primeira camara,
aqui chamada o evaporador 11, uma segunda camara, aqui chamada o
condensador 12, um primeiro conduto, aqui chamado o tubo ascendente
13, a partir do evaporador 11 para o condensador 12, e um segundo
conduto, aqui chamado tubo descendente 14, a partir do condensador
12 para o evaporador 11, sera descrito a seguir com referéncia a figura
4,

[0061] O método da presente invencdo compreende duas etapas
principais, sendo:

- aintegragao de um volume unico A formado por uma estru-
tura B dentro de um mesmo corpo 2,

- a provisdo de uma tampa 3 sobre qualquer peca aberta 4
da estrutura B para o fechamento da estrutura, formando assim um vo-
lume fechado dentro do corpo 2, o volume encerrado A com a sua es-
trutura B formando o evaporador 11, o condensador 12, o tubo ascen-
dente 13 e o tubo descendente14, todos integrados dentro e consti-

tuindo um corpo que inclui todas as pecas.
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[0062] A fim de permitir o enchimento de um agente refrigerante no
volume encerrado A, propde-se que o método compreenda as etapas
de:

- deixar, pelo menos, uma abertura 5 no termossifao 1, de
preferéncia no evaporador 11, depois de a tampa 3 ter fechado a estru-
tura B,

- encher um agente refrigerante no termossifao 1 através da
abertura 5 depois do fechamento da estrutura B, e

- fechar a abertura 5 apds o enchimento do agente refrige-

rante.
[0063] ApOs o encerramento, a estrutura B da figura 4 prové um vo-
lume fechado exemplar que encapsula o secionamento que prové as
porcoes de camara e de conduto, conforme descrito em relagéo a figura
3. Propde-se também que o método compreenda:

- a provisao de uma primeira superficie externa 21 do corpo
2 com as propriedades necessarias para a producdo de um bom contato
térmico com uma fonte de carga de calor, e

- a provisdo de uma segunda superficie externa 22 do corpo
2 com as propriedades necessarias para a dissipacgao de calor,

[0064] sendo que a primeira superficie 21 fica na regido do evapo-
rador 11, e a segunda superficie 22 fica na regido do condensador 12.
[0065] Deve-se entender que a etapa de enchimento do agente re-
frigerante pode exigir o bombeamento de ar do termossifao, produzindo,
assim, uma pressao mais baixa dentro do termossifao, ou ainda a pro-
ducdo de um vacuo dentro do termossifao, antes do enchimento do
agente refrigerante, dependendo do tipo de agente refrigerante que é
usado.

[0066] A primeira superficie 21 pode, por exemplo, ser plana de
modo a permitir o contato térmico com uma fonte de carga de calor

plana, tal como um circuito integrado, e a segunda superficie 22 pode,



16/29

por exemplo, ser provida com uma area de superficie aumentada, tal
como aletas ou nervuras radiantes 23. A primeira superficie pode tam-
bém ser adaptada, por exemplo, ser provida com furos roscados, para-
fusos ou pinos, para uma montagem firme ou fixagdo de um ou mais
componentes ou pacotes eletrdnicos sobre a superficie plana. A pri-
meira e a segunda superficies exemplares, de preferéncia, estendidas
em um plano, com um interior sélido sem furos penetrantes aumentam
a area efetiva do dispositivo de propagacao de calor para a refrigeracao
de produtos eletrénicos, ao mesmo tempo limitando o tamanho do dis-
positivo.

[0067] A figura 4 mostra as aletas de refrigeracdo 23 que tém uma
posicdo com uma dire¢ao horizontal, quando o dispositivo de refrigera-
¢ao fica posicionado de forma que a gravidade permita a fung¢ao do ter-
mossifao 1. Normalmente, as aletas 23 fazem uma direcio vertical de
modo a oferecer condi¢gdes para um fluxo de ar passivo a fim de resfriar
as aletas 23, no entanto, se um fluxo de ar forgado for utilizado, neste
caso, as aletas 23 poderao ter qualquer posicdo. Deve-se entender que
a presente invengao nao se limita a maneira como a segunda superficie
externa 22 se adapta a uma boa dissipacao de calor, e quando as aletas
de refrigeragdo ou nervuras sao usadas, nesse caso, a presente inven-
¢ao também néo se limita a forma como essas aletas ou nervuras sao
posicionadas. Uma pessoa versada entendera como posicionar essas
aletas ou nervuras de modo a obter boas condi¢cdes de refrigeragao.
Deve-se também entender que as areas de superficie nas regides de
outras partes do termossifao, tais como na area do evaporador 11, po-
dem também ser adaptadas para a dissipagao de calor, por isso é tam-
bém possivel posicionar as aletas ou nervuras 23 na area do evaporador
11, mesmo que isso n&o seja mostrado nas figuras.

[0068] Propde-se também que o evaporador 11 seja provido com

uma série de condutos 111, 112, ..., 11n, conforme mostrado na figura
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3, que se conduzem para o tubo ascendente 13, e que o condensador
12 seja provido com uma série de condutos 121, 122 ..., 12n que se
conduzem para o tubo descendente 14, proporcionando, assim, uma
grande area de superficie para o evaporador e o condensador.

[0069] A figura 5 mostra uma modalidade proposta, na qual o corpo
é feito de um corpo extrudido 2', a figura 5a mostra uma vista em secao
transversal do corpo extrudido, e a figura 5b que mostra uma vista em
perspectiva do corpo extrudido.

[0070] O corpo extrudido 2' € composto por uma série de condutos
internamente fechados formados no processo de extrusdo. O corpo ex-
trudido 2' pode ser dimensionado como um dissipador de calor com di-
mensoes de aletas 23' otimizadas.

[0071] O método compreende uma abertura de cavidade 4' através
dos condutos extrudidos, permitindo que os condutos extrudidos sobre
um primeiro lado 11' da cavidade 4' se conduzam para dentro da cavi-
dade 4' e formem a estrutura do evaporador 11, permitindo condutos
extrudidos sobre um segundo lado 12' da cavidade 4' de modo a se con-
duzir para dentro da cavidade 4' e formar a estrutura do condensador
12, permitindo que, pelo menos, um dos condutos extrudidos 14' sobre
o primeiro lado 11 se origine a partir da cavidade 4' e forme a estrutura
do tubo descendente 14, permitindo que, pelo menos, um dos condutos
extrudidos 13' sobre o segundo lado 12' se origine a partir da cavidade
4' e forme a estrutura do tubo ascendente 13, e permitindo que a cavi-
dade 4' forme uma area de interface entre o evaporador 11 e o conden-
sador 12.

[0072] A cavidade pode ser aberta por meio de fresagem (trata-
mento de maquina), fazendo, assim, os furos ou cavidades necessarias
no corpo extrudido 2', conforme mostrado na figura 5b. A figura 6a mos-
tra um detalhe do primeiro lado 11' e a figura 6b mostra um detalhe do

segundo lado 12'. Neste caso, € ilustrado que as cavidades externas
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41', 42' podem ser abertas nas partes externas do corpo extrudido 2',
sendo que uma primeira cavidade externa 41' prové uma abertura e uma
conexao entre o tubo ascendente 13 e o condensador 12, e que a se-
gunda cavidade externa 42' prové uma abertura e uma conexao entre o
tubo descendente 14 e o evaporador 11.

[0073] O método inclui ainda a etapa de prover um elemento de guia
7 na area de interface, o elemento de guia 7 formando uma barreira
entre o evaporador 11 e o condensador 12 e uma guia a partir do eva-
porador 11 para o tubo ascendente 13 e do condensador 12 para o tubo
descendente 14, a area de interface formando uma peca aberta 4 de um
volume unico A. O elemento de guia 7 pode ser fornecido no processo
de fresagem, ao fazer com que as duas cavidades 4a’, 4b" que servem
como coletores de preferéncia sejam providas adjacentes entre si, se-
paradas por um elemento de guia 7 no meio. Neste caso, se faz neces-
sario que os condutos extrudidos que penetram no elemento de guia 7
sejam vedados de modo a formar uma barreira. As porgdes de coletor
séo, de preferéncia, cébnicas. Com uma estrutura integrada, isto pode
ser obtido sem aumentar a necessidade de espaco ou o custo de mate-
rial do dispositivo de propagacéao de calor, devido as simetrias. Quando
as duas cavidades 4a', 4b" séo feitas, uma ou duas tampas poderao ser
usadas no sentido de fechar as cavidades. Esta tampa ou essas tampas
pode/podem ser formada(s) de modo a também vedar o elemento de
guia no processo de fechamento. Os elementos de guia podem também
ser vedados por meio de solda.

[0074] O elemento guia 7 pode também ser provido através de uma
peca separada que € adicionada na cavidade 4' de modo a formar a
barreira na area de interface.

[0075] A etapa seguinte do método sera fechar as cavidades exter-
nas 41', 42' do corpo extrudido 2', de modo a fazer com que o tubo as-

cendente 12 se conduza para um condensador fechado 13, e de modo
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que o tubo descendente 14 se conduza para um evaporador fechado
11.

[0076] Quando, por exemplo, uma soldagem de pressao a frio é
usada para prender a tampa, neste caso, sera possivel fixar o elemento
de guia 7 na area de interface com o mesmo método de fixagdo usado
para fixar a tampa ao corpo.

[0077] A figura 7a mostra que um furo pode ser feito no evaporador
11, a fim de prover uma abertura 5' para o enchimento de um agente
refrigerante. A fim de tornar mais facil o processo de enchimento, é tam-
bém possivel soldar um tubo de aluminio 51', mostrado na figura 7b,
dentro do furo &'.

[0078] Apos o fechamento da tampa, o evaporador é enchido com
um agente refrigerante adequado, por exemplo, metanol, benzeno, bu-
tano, ou R134A, otimizado para a aplicagdo na qual o dispositivo de
refrigeragao sera utilizado.

[0079] Outra modalidade proposta de um método para fabricar um
dispositivo de refrigeragao sera descrita a seguir com referéncia a figura
8, este método compreendendo a fundi¢ido por molde de um corpo 2"
que forma o volume unico integrado A" por meio de uma estrutura B"
dentro do corpo 2", o processo de fundi¢do por molde deixando uma
parte aberta 4" do volume unico A".

[0080] Por meio da fundi¢cdo por molde, se torna possivel prover um
corpo 2" com uma estrutura integrada B" que forma canais que provéem
o evaporador 11", o condensador 12", o tubo ascendente 13", e o tubo
descendente. Na estrutura B" exemplificada e mostrada na figura, um
tubo ascendente central 13" e dois tubos descendentes separados 14a",
14b" sdo formados.

[0081] Estes canais sao muito faceis de fabricar. A parte aberta 4"
€ coberta por uma tampa (ndo mostrada), que é fixada por meio de sol-

dagem por fricgao, por exemplo.
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[0082] Uma outra modalidade proposta de um método da presente
invencao, esquematicamente ilustrado na figura 9, comega com um
corpo 2", com uma cavidade aberta 4™. Este método compreende o po-
sicionamento dos elementos de divisao 81, 82, 83, ..., 8n de modo a
formar a estrutura B™ do volume uUnico A™, a cavidade 4" e os elementos
de divisao 81, 82, 83, ... , 8n formando um volume unico aberto A™. A
figura 9b mostra esquematicamente que o volume aberto é fechado por
uma tampa 3", formando, assim, um volume unico fechado dentro do
corpo 2".

[0083] Propde-se que os mesmos meios de fixagdo sejam usados
para a fixacdo de ambos os elementos de divisdo 81, 82, 83, ..., 8n a
cavidade 4" e a tampa 3" ao corpo 2".

[0084] Deve-se mencionar que € possivel comegar com um corpo
plano 2"™e prover a borda 9 que define a cavidade aberta 4™, como um
elemento de borda separado 91, fixado ao corpo da mesma forma como
os elementos de divisdo 81, 82, 83, ..., 8n.

[0085] Independentemente da modalidade, a parte aberta do vo-
lume unico é fechada por uma tampa, formando, assim, um volume fe-
chado integrado dentro do corpo, o volume encerrado com sua estrutura
formando o evaporador, o condensador, o tubo ascendente e o tubo
descendente.

[0086] Um exemplo de um método de fabricacédo pode ser a utiliza-
¢ao de chapas, tais como duas chapas de cobre ou aluminio, com uma
estrutura dentro ou entre as duas chapas, uma chapa servindo como
uma tampa a fim de cobrir a outra chapa. As duas chapas sdo conecta-
das entre si por meio de soldagem difusa de alta pressao, por exemplo,
ou outro tipo de soldagem, conforme descrito acima, e um termossifao
€, assim, formado através da estrutura em duas chapas no corpo feito
por duas chapas conectadas. Uma chapa pode ser adaptada para um

bom contato térmico com uma fonte de carga de calor, e a outra chapa
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pode ser adaptada para a dissipacao de calor, tal como tendo aletas ou
nervuras. Sempre que necessario, a precisao planar é reforcada por
meio de usinagem, por exemplo. Para tais chapas, os condutos e a bar-
reira que separa as zonas de evaporacao e condensacgao sao, de pre-
feréncia, formados por bastdes que sao intercalados com as chapas sob
alta temperatura e pressao durante a montagem provida feita de um
mesmo material (aluminio ou cobre). Isto ndo exclui que uma tela, por
exemplo, seja aplicada na zona de evaporacao, na qual a mesma prové
pouca ou quase nenhuma resisténcia térmica. A figura 10 ilustra os ele-
mentos basicos exemplares de uma modalidade da presente invencéo
feita de duas chapas (1001), (1002) e bastdes de metal (1003), (1004),
por exemplo, que provéem a estrutura que forma os condutos (1105),
(1106), (1107) e a barreira (1108), conforme mostrado na figura 11, que
ilustra os bastdes de metal exemplares (1102), (1103), (1104) da figura
10, conforme posicionados em uma das chapas de metal (1101) para
montagem. A figura 12 ilustra esquematicamente as chapas exempla-
res, conforme conectadas de acordo com uma modalidade da presente
invencao, compreendendo a estrutura (ndo ilustrada) no interior do in-
volucro / volume fechado formado pelas chapas conectadas. De prefe-
réncia, as chapas sao conectadas por meio da soldagem de uma estru-
tura das chapas, formando, assim, uma borda (1201). De preferéncia, o
corte e os condutos formados pelos bastdes de metal sdo obtidos por
meio de soldagem dos bastdes de metal nas duas chapas de metal en-
capsuladas dentro de um involucro (1202) que forma um volume fe-
chado do dispositivo. O volume fechado pode incluir furos (1203 - 1205)
que penetram a borda soldada (1203), (1204), ou ambas as chapas
(1205), através do volume fechado (1202). Neste ultimo caso, a veda-
cao é obtida por meio da provisdo de anéis de metal na parte interme-
diaria dentre as duas chapas, que sao, de preferéncia, soldadas as cha-

pas semelhantes aos bastdes de metal, apds o que a soldagem de um
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buraco podera ser feita, como ja conhecido na técnica como tal.

[0087] No processo de fixagdo da tampa ao corpo, alguns detalhes,
como a barreira, que separa o evaporador e o tubo ascendente do con-
densador e o tubo descendente, pode ser soldada a tampa, a fim de
garantir a capacidade de suportar a queda de pressao entre o evapora-
dor e o condensador. A soldagem da tampa também deve garantir a
capacidade de suportar a queda de pressao entre o termossifao fechado
e o lado de fora do dispositivo de refrigeracao.

[0088] O valor de tal queda de pressdo dependera de qual tipo de
refrigerante sera usado e a temperatura operacional. No caso de se usar
metanol, a queda de pressdo maxima podera ser de até 2 bars. Como
um refrigerante exemplar, o metanol tem as vantagens de uma tempe-
ratura de ebuli¢ado frequentemente adequada, préxima de 60° C, a pres-
sbes razoaveis sem causar problemas de congelamento aos dispositi-
vos montados ao ar livre. Ainda, por exemplo, a agua oferece uma faixa
de temperatura de ebuligdo similar (60 a 70° C) a pressdes razoaveis
(para a agua, proximo a 0,5 atmosferas, sem a necessidade de distinguir
"bar" e "atmosfera", neste contexto). De preferéncia, o liquido ocupa um
volume correspondente a parcela do evaporador do termossifao, nao
excluindo outras porgdes de enchimento de liquido a trabalhar também.
[0089] A tampa pode ser fixada ao corpo por qualquer meio que
ofereca seguranca suficiente no que diz respeito a queda de presséo.
Exemplos possiveis sao soldagem, solda forte ou um adesivo.

[0090] Deve-se entender que, por "soldagem", qualquer tipo de sol-
dagem podera ser usado, tais como a soldagem por fusdo ou a solda-
gem por pressao, sendo que a soldagem por pressao pode ser uma
soldagem por pressao a frio, uma soldagem por friccdo ou uma solda-
gem ultrassoénica.

[0091] Todas as modalidades propostas oferecem as mesmas van-

tagens térmicas com uma baixa resisténcia térmica a partir da primeira
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superficie, o contato sendo para a carga térmica, para a segunda super-
ficie, a area de dissipagao de calor. Os métodos da presente invengao
provéem uma maneira facil de implementar qualquer configuragcéo de
termossifao com um baixo custo de fabricacao.
[0092] A estrutura pode ter diferentes configuracdes e os exemplos
mostrados nas figuras séo apenas exemplificagdes a fim de ilustrar a
presente invencdo, uma pessoa versada podendo entender como dife-
rentes estruturas poderao formar diferentes tipos de configuracdes de
termossifao.
[0093] Uma vez que o calor bifasico e a transferéncia de massa sao
usados dentro do corpo, a distribuicdo de temperatura sobre a primeira
superficie sera mantido bastante uniforme. Isso contribui para manter a
temperatura dos pontos quentes tao baixa quanto possivel, durante uma
certa temperatura ambiente. A escolha do agente refrigerante e a pres-
sdo interna inicial podem garantir melhores propriedades térmicas para
o dispositivo de refrigeragdo da presente invengdo e, como exemplo,
quando a temperatura ambiente ¢é inferior a 10° C dentro do dispositivo
de refrigeracdo, nenhuma ebulicdo ira ocorrer. O calor sera transferido
apenas por condutividade de calor no corpo e, em parte, no agente re-
frigerante liquido. Isso fara com que a temperatura sobre a primeira su-
perficie se torne mais uniforme, o que resultard em um produto de maior
vida util.
[0094] Em poucas palavras, algumas caracteristicas e modalidades
exemplares da presente invengdo sdo como se seguem:

a. um dispositivo de propagacgao de calor de termossifao, o
dispositivo de secionamento encapsulante formando

- uma primeira por¢cao de camara,

- uma segunda porgao de camara,

- uma primeira porgao de conduto, e

- uma segunda porg¢ao de conduto,
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- sendo que o secionamento encapsulado prové a intercone-
xao da primeira e segunda por¢des de camara por meio da primeira e
segunda porg¢des de conduto, e

- a primeira e a segunda por¢des de conduto ocupando as
porcdes de volume de um volume fechado incluindo ambas a primeira e
segunda porgdes de camara do volume formado pelo secionamento in-
tegral do dispositivo dentro de um involucro que prové o volume fe-
chado.

b. Um dispositivo de propagagao de calor, tal como no item
a, no qual uma peca de material prové, pelo menos, parte de uma su-
perficie de contorno do invélucro do volume fechado, sendo que a peca
de material prové uma superficie de contorno comum para a primeira e
segunda porg¢des de camara.

c. Um dispositivo de propagacao de calor, tal como no item
C, no qual a pecga de material se estende em um plano e tem um interior
solido.

d. Um dispositivo de propagacéo de calor, tal como no item
¢, no qual a peca de material prové uma superficie de contorno da pri-
meira e segunda porg¢des de condutos.

e. Um dispositivo de propagacgao de calor, tal como no item
b, no qual o dispositivo de propagac¢éo de calor encapsula o seciona-
mento que forma uma ou mais porgdes de coletor conico que se estende
em, pelo menos, duas dimensbes em um mesmo plano que o das ca-
maras, sendo que a uma ou mais porc¢des de coletor é disposto na parte
intermediaria da primeira por¢ao de conduto e a primeira por¢ao de ca-
mara ou a segunda porgao de conduto e a segunda porgao de camara.

f. Um dispositivo de propagacédo de calor, tal como no item
e, sendo que o secionamento encapsulado que forma a uma ou mais
por¢oes de coletor conico prové duas porcdes de coletor conico adja-

centes.



25/29

g. Um dispositivo de propagacgao de calor, tal como no item
b, compreendendo uma primeira superficie externa do dispositivo na re-
gido da primeira por¢édo de camara e uma segunda superficie externa
do dispositivo na regido da segunda por¢cdo de camara, sendo que a
primeira superficie € adaptada de modo a fazer um bom contato térmico
com uma fonte de carga de calor, e a segunda superficie € adaptada de
modo a dissipar o calor.

h. Um dispositivo de propagacao de calor, tal como no item
g, no qual a primeira superficie externa é plana a fim de fazer contato
térmico com uma fonte de carga de calor plana, como um circuito inte-
grado.

i. Um dispositivo de propagacéao de calor, tal como no item g,
no qual a segunda superficie externa tem uma area de superficie au-
mentada, tal como aletas ou nervuras radiantes.

j. Um dispositivo de propagacado de calor, de acordo com
qualquer caracteristica precedente, no qual a primeira porcao de ca-
mara compreende uma pluralidade de canais que se conduzem para o
coletor ou primeiro conduto, e a segunda por¢cdo de camara compre-
ende uma série de canais que se conduzem para o segundo conduto,
proporcionando, assim, uma grande area de superficie interna para a
primeira e segunda porgdes de camara.

k. Um dispositivo de propagacéo de calor, de acordo com
qualquer caracteristica precedente, no qual o dispositivo de propagagao
de calor € adaptado para o resfriamento de circuitos eletronicos.

I. Um dispositivo de propagacgao de calor, tal como no item k,
no qual a disposicao € adaptada para a colocacédo de uma superficie de
contorno da primeira por¢cdo de camara e de pontos quentes do circuito
eletrénico.

m. Método de fabricagdo de um dispositivo de propagacéo

de calor de termossifao compreendendo uma primeira camara, aqui
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chamada evaporador, uma segunda camara, aqui chamada condensa-
dor, um primeiro conduto, aqui chamado tubo ascendente, a partir do
evaporador para o condensador, e um segundo conduto, aqui chamado
tubo descendente, a partir do condensador para o evaporador, compre-
endendo as etapas de:

- integrar um volume unico formado por uma estrutura dentro
de um e 0 mesmo corpo,

- prover uma tampa sobre qualquer parte aberta da estrutura
para o fechamento da estrutura, formando, assim, um volume fechado
do corpo, o volume fechado com a sua estrutura alojando o evaporador,
o condensador, o tubo ascendente e o tubo descendente, todos integra-
dos dentro e constituindo um corpo conforme envolto por um invélucro
que prové o volume fechado.

n. Método, tal como no item m, compreendendo as etapas
de:

- deixar, pelo menos, uma abertura dentro do termossifao, de
preferéncia dentro do evaporador, depois de a tampa fechar a estrutura,

- encher um agente refrigerante no termossifao através da
abertura apés o fechamento da estrutura, e

- fechar a abertura apdés o enchimento do agente refrige-
rante.

0. Método, tal como no item m ou n, compreendendo as eta-
pas de:

- prover uma primeira superficie externa do corpo com as ne-
cessarias propriedades de producdo de um bom contato térmico com
uma fonte de carga de calor, e

- prover uma segunda superficie externa do corpo com as
necessarias propriedades para a dissipacao de calor, na qual a primeira
superficie fica na regido do evaporador, e a segunda superficie fica na

regiao do condensador.
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p. Método, tal como no item o, no qual a primeira superficie
¢ feita plana a fim de permitir o contato térmico com uma fonte de carga
de calor plana, tal como um circuito integrado.

g. Método, tal como no item o ou p, no qual a segunda su-
perficie é provida com uma area de superficie alargada, tal como aletas
ou nervuras radiantes.

r. Método, tal como em qualquer um dos itens m a q, com-
preendendo as etapas de:

- prover o evaporador com uma série de condutos que se
conduzem para o tubo ascendente, e

- prover o condensador com uma série de condutos que se
conduzem para o tubo descendente, proporcionando assim uma grande
area de superficie para o evaporador e o condensador.

s. Método, tal como em item qualquer um dos itens mar, no
qual o corpo extrudido compreende uma série de condutos interna-
mente fechados formados no processo de extrusdo, o método compre-
endendo as etapas de:

- abrir uma cavidade através dos condutos extrudidos, per-
mitindo que os condutos extrudidos em um primeiro lado da cavidade
se conduzam para dentro da cavidade e formem a estrutura do evapo-
rador, permitindo que os condutos extrudidos em um segundo lado da
cavidade se conduzam para dentro da cavidade e formem a estrutura
do condensador, permitindo que, pelo menos, um dos condutos extrudi-
dos no primeiro lado se origine a partir da cavidade e forme a estrutura
do tubo descendente, permitindo que, pelo menos, um dos condutos
extrudidos no outro lado se origine a partir da cavidade e forme a estru-
tura do tubo ascendente, e permitindo que a cavidade forme uma area
de interface entre o evaporador e o condensador,

- prover um elemento de guia na area de interface, o ele-
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mento de guia formando uma barreira entre o evaporador e o conden-
sador, e uma guia a partir do evaporador para o tubo ascendente e do
condensador para o tubo descendente, a area de interface formando
uma pecga aberta do volume unico,

- fechar as extremidades externas do corpo extrudido de ma-
neira que o tubo ascendente se conduza para dentro de um condensa-
dor fechado, e de modo que o tubo descendente se conduza para dentro
de um evaporador fechado.

t. Método, tal como em qualquer dos itens m a r, compreen-
dendo a fundi¢cdo por molde de um corpo, formando o volume unico in-
tegrado por meio de uma estrutura dentro do corpo, o processo de fun-
dicao por molde deixando uma pec¢a aberta do volume unico.

u. Método, tal como em qualquer um dos itens m a r, no qual
0 corpo tem uma cavidade aberta, compreendendo o posicionamento
de elementos de divisdo de modo a formar a estrutura do volume unico,
a cavidade e os elementos de divisdo formando um volume unico
aberto.

v. Método, tal como em qualquer dos itens s a u, compreen-
dendo a etapa de fechar a peca aberta do volume unico por meio da
tampa, formando, assim, um volume fechado integrado dentro do corpo,
o volume encerrado com a sua estrutura formando o evaporador, o con-
densador, o tubo ascendente e o tubo descendente.

w. Método, tal como no item v, compreendendo o fecha-
mento da tampa no corpo por meio de soldagem ou solda forte, ou por
meio de um adesivo.

x. Método, tal como no item w, no qual a soldagem pode ser
uma soldagem por fusdo ou soldagem por pressao, e no qual a solda-
gem por pressao pode ser uma soldagem por presséo a frio, uma sol-
dagem por fricgcdo ou uma soldagem ultrassonica.

y. Método, tal como no item s, compreendendo a aplicagao



29/29

do mesmo meio de fixagao tanto para prender o elemento de guia ou os
elementos de divisdo na area de interface como também fixar a tampa
ao corpo.

z. Um dispositivo de refrigeracdo fabricado, tal como em
qualquer um dos itens m a y.
[0095] Deve-se entender que a presente invengao nao se restringe
as suas modalidades exemplares descritas e ilustradas e que modifica-
cdes podem ser feitas e aspectos nao exclusivos de diferentes modali-
dades podem ser combinados no escopo de aplicacdo do presente con-

ceito inventivo, tal como ilustrado nas concretizagdes em apenso.
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REIVINDICACOES

1. Dispositivo de propagacéao (1) de calor de termossifao, o
dispositivo (1) compreendendo um secionamento que forma uma pri-
meira por¢ao de camara e uma segunda por¢cao de camara dentro de
um volume fechado do dispositivo (1), caracterizado pelo fato de que:

primeira pluralidade de condutos (11n, 12n), em que a pri-
meira pluralidade de condutos (11n, 12n) constitui uma primeira plurali-
dade de canais, a primeira pluralidade de condutos (11n, 12n) formando
pelo menos parte do interior de pelo menos uma das primeira e segunda
porcdes de camara;

segundos pelo menos dois condutos (13, 14), pelo menos
um dos segundos pelo menos dois condutos (13, 14) proporcionando a
interconexao das primeira e segunda porgdes de camara,;

em que o seccionamento integral encapsulado dentro de um
encerro prové as primeira e segunda porcdes de camara dentro do vo-
lume fechado do dispositivo (1),

um bloco de perfil extrudido compreendendo no interior o pri-
meiro pelo menos um conduto (11n, 12n) e o segundo pelo menos um
conduto (13, 14),

uma primeira cavidade de interconexao (41’) na parte inter-
mediaria de ambas as extremidades do bloco de perfil extrudido, a pri-
meira cavidade de interconex&o (41’) interligando mutuamente pelo me-
nos parte da primeira pluralidade de condutos (11n, 12n) do bloco do
perfil extrudido e juntamente pelo menos parte de um primeiro conduto
dos segundos pelo menos dois condutos (13, 14);

uma segunda cavidade de interconexdo (42’) na parte inter-
mediaria da primeira cavidade de interconexao (41’) e de uma extremi-
dade do bloco de perfil extrudido, a segunda cavidade de interconexao
(42’) interligando mutuamente pelo menos parte da primeira pluralidade

de condutos (11n, 12n) do bloco do perfil extrudido e juntamente pelo
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menos parte de um segundo conduto dos segundos pelo menos dois
condutos (13, 14); e

uma barreira entre as primeira e segunda cavidades de in-
terconexao.

2. Dispositivo de propagacao de calor (1), de acordo com a
reivindicacao 1, caracterizado pelo fato de que:

um corpo (2) compreendendo duas placas que sao placas de
cobre ou placas de aluminio, as duas placas sendo conectadas por meio
de soldagem.

3. Dispositivo de propagacéao de calor (1), de acordo com a
reivindicagao 2, caracterizado pelo fato de que compreende uma es-
trutura que forma um evaporador (11), um condensador (12), um tubo
ascendente (13), e um tubo descendente (14) nas duas placas do corpo
(2) do dispositivo (1).

4. Dispositivo de propagacao de calor (1), de acordo com a
reivindicacao 1, caracterizado pelo fato de que compreende aletas
(23) ou nervuras (23) de uma superficie externa (21, 22).

5. Dispositivo de propagacao de calor (1), de acordo com a
reivindicacao 1, caracterizado pelo fato de que compreende uma bar-
reira que compreende porgdes seladas do primeiro pelo menos um con-
duto (11n, 12n).

6. Dispositivo de propagac¢ao de calor (1), de acordo com a
reivindicacao 1, caracterizado pelo fato de que o bloco de perfil extru-
dido no exterior compreende uma pluralidade de aletas (23).

7. Dispositivo de propagacéo de calor (1), de acordo com a
reivindicagao 6, caracterizado pelo fato de que as aletas (23) sdo uma
parte integral do bloco que se estendem na diregao ao longo do primeiro
pelo menos um conduto (11n, 12n) e em uma faixa perpendicular ao
alongamento do primeiro pelo menos um conduto (11n, 12n) sendo pro-

vido sobre uma faixa correspondente a pelo menos alguns do primeiro
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pelo menos um condutos (11n, 12n).

8. Dispositivo de propagacéao de calor (1), de acordo com a
reivindicagao 1, caracterizado pelo fato de que o perfil extrudido é um
perfil de aluminio.

9. Dispositivo de propagacéao de calor (1), de acordo com a
reivindicacao 1, caracterizado pelo fato de que compreende um en-
cerro de cavidade que envolve pelo menos a primeira pluralidade de
condutos (11n, 12n) e pelo menos um segundo pelo menos dois condu-
tos (13, 14) nas extremidades do bloco do perfil extrudido.

10. Dispositivo de propagacéao de calor (1), de acordo com a
reivindicacao 1, caracterizado pelo fato de que uma peca de material
prové pelo menos parte de uma superficie de contorno do encerro de
um volume fechado, em que a peca de material prové uma superficie
de contorno comum as primeira e segunda porgdes de camara.

11. Dispositivo de propagacao de calor (1), de acordo com a
reivindicacao 1, caracterizado pelo fato de que a primeira ou a se-
gunda cavidades de interconexdo (41’, 42’) forma uma por¢ao de vo-
lume cobnico.

12. Método para fabricar um dispositivo de propagacéo de
calor (1) de termossifao, compreendendo um secionamento que forma
uma primeira por¢do de camara, e uma segunda porgao de camara, ca-
racterizado pelo fato de que compreende:

extrudir um corpo (2) compreendendo a primeira pluralidade
de condutos (11n, 12n) extrudidos e o segundo pelo menos um conduto
(13, 14), em que a primeira pluralidade de condutos (11n, 12n) forma
pelo menos parte do interior de pelo menos uma das primeira e segunda
por¢cbes de camara, e as primeira e segunda por¢gdes de camara séo
interconectadas pelos segundos pelo menos dois condutos (13, 14),

produzir, na parte intermediaria de ambas as extremidades

do bloco de perfil extrudido, uma primeira cavidade de interconexao
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(41’) através dos condutos extrudidos;

produzir, na parte intermediaria da primeira cavidade de in-
terconexao (41’) e de uma extremidade do bloco de perfil extrudido, uma
segunda cavidade de interconexao (42’) através dos condutos extrudi-
dos; e

inserir uma barreira entre a primeira cavidade de intercone-
xao (41’) e a segunda cavidade de interconexao (42’).

13. Método, de acordo com a reivindicagcao 12, caracteri-
zado pelo fato de que:

duas placas que sao duas placas de cobre ou aluminio, séo
conectadas por meio de soldagem.

14. Método, de acordo com a reivindicagdo 13, caracteri-
zado pelo fato de que:

uma estrutura, que forma um evaporador (11), um conden-
sador (12), um tubo ascendente (13) e um tubo descendente (14), é
formada nas duas placas conectadas que compdem o corpo (2) do dis-
positivo (1).

15. Método, de acordo com a reivindicacao 13, caracteri-
zado pelo fato de que uma superficie externa (21, 22) do corpo (2) do
dispositivo (1) € alargada por meio de aletas (23) ou nervuras (23).

16. Método, de acordo com a reivindicagéo 12, caracteri-
zado pelo fato de que as primeira e segunda cavidades de intercone-
xao (41’, 42’) sao feitas abertas.

17. Método, de acordo com a reivindicagao 12, caracteri-
zado pelo fato de que a etapa de produzir é realizada por meio de usi-
nagem.

18. Método, de acordo com a reivindicagcdo 12, caracteri-
zado pelo fato de que compreende a etapa de vedar a primeira plura-
lidade de condutos (11n, 12n) entre a primeira cavidade de interconexao

(41’) e a segunda cavidade de interconexéo (42’).
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19. Método, de acordo com a reivindicagao 12, caracteri-
zado pelo fato de que compreende a etapa de fixar uma tampa (3) de
cavidade de interconex&o, que cobre pelo menos uma da primeira cavi-
dade de interconexdo (41’) e da segunda cavidade de interconexao
(42)).

20. Método, de acordo com a reivindicagao 12, caracteri-
zado pelo fato de que compreende a etapa de encerrar o primeiro pelo
menos um conduto (11n, 12n) e pelo menos um dos segundos pelo me-
nos dois condutos (13, 14) nas extremidades do bloco do perfil extru-
dido.

21. Método, de acordo com a reivindicagao 12, caracteri-
zado pelo fato de que a etapa de extrudir um corpo (2) compreendendo
no interior o primeiro pelo menos um conduto (11n, 12n) e o segundo pelo
menos um conduto (13, 14) também compreende extrudir o corpo (2) com-
preendendo no exterior pelo menos duas aletas (23’) ao longo do corpo
extrudido (2’).

22. Método, de acordo com a reivindicagao 12, caracteri-
zado pelo fato de que a etapa de extrudir um corpo (2) compreende a

extrusdo de um corpo (2) de aluminio.
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